
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　

【化１】
　
　
　
　
　
　
　
（式（１）中、Ｒ 1及びＲ 2は、互いに異なっていても良く、水素原子又はメチル基を示す
。ａは１又は２を示し、ｂは０又は１を示す。）
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下式（１）及び（２）より選ばれた少なくとも１種以上の（メタ）アクリレート（ａ）
、平均粒子径が１～１００ｎｍであるシリカ微粒子（ｂ）が有機溶媒に分散されたコロイ
ダルシリカとを含む組成物の有機溶媒を除去して得られる複合体組成物において、シリカ
微粒子（ｂ）の含有量が３０～９０重量％である複合体組成物を架橋させてなる成形硬化
物であって、厚み５０～２０００μｍのシート状に成形されてなり、３０～２３０℃の平
均線膨張係数が５０ｐｐｍ以下であり、波長５００ｎｍの光線透過率が８５％以上である
成形硬化物。



【化２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【請求項２】
　

【化３】
　
　
　
　
　
　
　
（式（１）中、Ｒ 1及びＲ 2は、互いに異なっていても良く、水素原子又はメチル基を示す
。ａは１又は２を示し、ｂは０又は１を示す。）
【化４】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【請求項３】

下式（３）に示されるシラン化合物（ｃ）、及び脂環式構造を有
するシラン化合物（ｄ）の内、少なくとも１種以上を含む請求項１また２記載の
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下式（１）及び（２）より選ばれた少なくとも１種以上の（メタ）アクリレート（ａ）
、平均粒子径が１～１００ｎｍであるシリカ微粒子（ｂ）が有機溶媒に分散されたコロイ
ダルシリカ、及び３級アミン化合物（ｅ）を含む組成物の有機溶媒を除去して得られる複
合体組成物において、シリカ微粒子（ｂ）の含有量が３０～９０重量％である複合体組成
物を架橋させてなる成形硬化物であって、３０～２３０℃の平均線膨張係数が５０ｐｐｍ
以下であり、波長５００ｎｍの光線透過率が８５％以上である成形硬化物。

前記複合体組成物が更に
成形硬化

物。



【化５】
　
　
　
　
　
　
（式（３）中、Ｒ 5は水素原子又はメチル基を表し、Ｒ 6は炭素数１～３のアルキル基又は
フェニル基、Ｒ 7は水素原子又は炭素数１～１０の炭化水素残基を表し、ｑは１～６の整
数、ｒは０～２の整数を表す。）
【請求項４】
　式（３）で示されるシラン化合物が、γ－（メタ）アクリロキシプロピルジメチルメト
キシシラン、γ－（メタ）アクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、γ－（メタ）
アクリロキシプロピルジエチルメトキシシラン、γ－（メタ）アクリロキシプロピルエチ
ルジメトキシシラン、γ－（メタ）アクリロキシプロピルトリメトキシシランから選ばれ
た少なくとも１種以上であることを特徴とする請求項３記載の
【請求項５】
　脂環式構造を有するシラン化合物（ｄ）が、下式（４）に示されるシラン化合物である
ことを特徴とする請求項３記載の
【化６】
　
　
　
　
　
　
（式（４）中、  Ｒ 8は炭素数１～３のアルキル基又はフェニル基、Ｒ 9は水素原子又は炭
素数１～１０の炭化水素残基を表し、 sは０～６の整数、 tは０～２の整数を表す。）
【請求項６】
　式（４）で示されるシラン化合物が、シクロヘキシルジメチルメトキシシラン、シクロ
ヘキシルメチルジメトキシシラン、シクロヘキシルジエチルメトキシシラン、シクロヘキ
シルエチルジメトキシシラン、シクロヘキシルトリメトキシシランから選ばれた少なくと
も１種以上であることを特徴とする請求項５記載の
【請求項７】
　３級アミン化合物が、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチル（メタ）アクリレートであること
を特徴とする請求項２～６のいずれか１項に記載の
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、低線膨張係数で透明性や耐熱性に優れたガラス代替用複合体組成物および該複
合体組成物を架橋させた成形硬化物に関するものであり、例えば、透明板、光学レンズ、
光ディスク基板、液晶表示素子用プラスチック基板、カラーフィルター用基板、有機ＥＬ
表示素子用プラスチック基板、太陽電池基板、タッチパネル、光学素子、光導波路、ＬＥ
Ｄ封止材等に好適に利用できる。
【０００２】
【従来の技術】
一般に、液晶表示素子用基板、カラーフィルター基板、有機ＥＬ表示素子用基板、太陽電
池用基板等としては、ガラス板が多く用いられている。しかし、割れ易い、曲げられない
、比重が大きく軽量化に不向き等の問題から、近年、ガラス板の代わりにプラスチック素
材を用いる試みが数多く行われるようになってきた。例えば、特開平１０－７７３２１号
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成形硬化物。

成形硬化物。

成形硬化物。

成形硬化物。



公報には、非晶質熱可塑性樹脂と活性エネルギー線により硬化可能なビス（メタ）アクリ
レートとよりなる樹脂組成物を活性エネルギー線により硬化させてなる部材が液晶基板な
どのガラス基板に代えて好適に利用できることが記載されている。しかしながら、この公
報で示されている部材を初め従来のガラス代替用プラスチック材料は、線膨張係数が大き
いため、例えばアクティブマトリックス表示素子基板ではその製造工程において反りやア
ルミ配線の断線などの問題が生じ、適用が困難であった。
【０００３】
線膨張係数を低減する方法としては、一般に、樹脂中に無機フィラーを添加する方法や基
板に無機膜を積層する等の方法がある。しかし、樹脂中に無機フィラーを添加した場合、
その透明性が著しく損なわれる、表面平滑性が失われる、分散性が悪いために基板内に不
均一性が生じ割れやすくなる等の問題があった。また、無機膜を積層した場合には、樹脂
との密着性が悪い、線膨張係数の差が大きい等の理由から、剥離、割れ等が発生する問題
があった。
【０００４】
特開平５－２０９０２７号、特開平１０－２３１３３９号、特開平１０－２９８２５２号
各公報には、シラン化合物を用いて、コロイダルシリカをメチルメタクリレート等のラジ
カル重合性ビニル化合物中に均一分散した透明性と剛性に優れた硬化性組成物が記載され
ている。しかしながら、これらのものは、主にハードコート用に設計されたものであり、
表示素子用基板などのガラス代替用に適用できるものではなかった。また、製造法におい
て、シラン化合物とコロイダルシリカを加水分解縮合させシリカ系縮重合体を得る工程を
必要とし、この段階で、コロイダルシリカ同士が凝集し結合してしまい、粘度が大幅に上
昇してしまう、透明性が悪化する等の問題が発生する可能性があった。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
本発明者らは、上記課題を達成すべく鋭意検討した結果、特定の（メタ）アクリレートに
特定の平均粒子径を有するシリカ微粒子を含む複合体組成物を架橋し、必要に応じて熱処
理することにより、透明板、光学レンズ、光ディスク基板、液晶表示素子用プラスチック
基板、カラーフィルター用基板、有機ＥＬ表示素子用プラスチック基板、太陽電池基板、
タッチパネル、光学素子、光導波路、ＬＥＤ封止材等に好適に用いることができる低線膨
張係数で透明性や耐熱性に優れた成形硬化物が得られることを見出した。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
すなわち本発明は、
（１）

（２）

【０００７】
【化７】
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下式（１）及び（２）より選ばれた少なくとも１種以上の（メタ）アクリレート（
ａ）、平均粒子径が１～１００ｎｍであるシリカ微粒子（ｂ）が有機溶媒に分散されたコ
ロイダルシリカとを含む組成物の有機溶媒を除去して得られる複合体組成物において、シ
リカ微粒子（ｂ）の含有量が３０～９０重量％である複合体組成物を架橋させてなる成形
硬化物であって、厚み５０～２０００μｍのシート状に成形されてなり、３０～２３０℃
の平均線膨張係数が５０ｐｐｍ以下であり、波長５００ｎｍの光線透過率が８５％以上で
ある成形硬化物、

下式（１）及び（２）より選ばれた少なくとも１種以上の（メタ）アクリレート（
ａ）、平均粒子径が１～１００ｎｍであるシリカ微粒子（ｂ）が有機溶媒に分散されたコ
ロイダルシリカ、及び３級アミン化合物（ｅ）を含む組成物の有機溶媒を除去して得られ
る複合体組成物において、シリカ微粒子（ｂ）の含有量が３０～９０重量％である複合体
組成物を架橋させてなる成形硬化物であって、３０～２３０℃の平均線膨張係数が５０ｐ
ｐｍ以下であり、波長５００ｎｍの光線透過率が８５％以上である成形硬化物、



　
　
　
　
　
　
　
　
【０００８】
【化８】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【０００９】
（３）

【００１０】
【化９】
　
　
　
　
　
　
（式（３）中、Ｒ 5は水素原子又はメチル基を表し、Ｒ 6は炭素数１～３のアルキル基又は
フェニル基、Ｒ 7は水素原子又は炭素数１～１０の炭化水素残基を表し、ｑは１～６の整
数、ｒは０～２の整数を表す。）
【００１１】

【化１０】
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前記複合体組成物が更に下式（３）に示されるシラン化合物（ｃ）、及び脂環式構
造を有するシラン化合物（ｄ）の内、少なくとも１種以上を含む（１）また（２）記載の
成形硬化物、

（４）式（３）で示されるシラン化合物が、γ－（メタ）アクリロキシプロピルジメチル
メトキシシラン、γ－（メタ）アクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、γ－（メ
タ）アクリロキシプロピルジエチルメトキシシラン、γ－（メタ）アクリロキシプロピル
エチルジメトキシシラン、γ－（メタ）アクリロキシプロピルトリメトキシシランから選
ばれた少なくとも１種以上であることを特徴とする（３）記載の成形硬化物。
（５）脂環式構造を有するシラン化合物（ｄ）が、下式（４）に示されるシラン化合物で
あることを特徴とする（３）記載の成形硬化物、



　
　
　
　
　
　

、
である。
【００１２】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を詳細に説明する。本発明で用いられる脂環式構造を有し、２つ以上の官能
基を有する（メタ）アクリレートとしては、脂環式構造を含む２つ以上の官能基を有する
（メタ）アクリレートであれば特に制限されないが、耐熱性や透明性の点から式（１）及
び（２）より選ばれた少なくとも１種以上の（メタ）アクリレートが好ましい。
【００１３】
【化１１】
　
　
　
　
　
　
　
【００１４】
【化１２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００１５】
式（１）、式（２）で示される（メタ）アクリレートの中でも、反応性、熱安定性の面か
ら、式（１）、式（２）より選ばれた少なくとも１種のアクリレートが好ましく、さらに
好ましくは、一般式（１）において、Ｒ 1、Ｒ 2が水素で、ａが１、ｂが０である構造を持
つジシクロペンタジエニルジアクリレート、一般式（２）において、Ｘが－ＣＨ 2ＯＣＯ
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（式（４）中、  Ｒ 8は炭素数１～３のアルキル基又はフェニル基、Ｒ 9は水素原子又は炭
素数１～１０の炭化水素残基を表し、 sは０～６の整数、 tは０～２の整数を表す。）
（６）式（４）で示されるシラン化合物が、シクロヘキシルジメチルメトキシシラン、シ
クロヘキシルメチルジメトキシシラン、シクロヘキシルジエチルメトキシシラン、シクロ
ヘキシルエチルジメトキシシラン、シクロヘキシルトリメトキシシランから選ばれた少な
くとも１種以上であることを特徴とする（５）記載の成形硬化物、
（７）３級アミン化合物が、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチル（メタ）アクリレートである
ことを特徴とする（２）～（６）のいずれか１項に記載の成形硬化物



ＣＨ＝ＣＨ 2、Ｒ 3、Ｒ 4が水素で、ｐが１である構造を持つパーヒドロ－１，４；５，８
－ジメタノナフタレン－２，３，７－（オキシメチル）トリアクリレート、  Ｘ、Ｒ 3、Ｒ
4がすべて水素で、ｐが０または１である構造を持つアクリレートより選ばれた少なくと
も１種以上のアクリレートであり、粘度等の点を考慮すると、最も好ましくは、  Ｘ、Ｒ 3

、Ｒ 4がすべて水素で、ｐが０である構造を持つノルボルナンジメチロールジアクリレー
トである。式（２）で示される（メタ）アクリレートは、特開平５－７０５２３で示され
る公知の方法で得ることができる。
【００１６】
本発明で用いられる２つ以上の官能基を有する（メタ）アクリレート中には、柔軟性を付
与する等の目的で、要求される特性を極端に損なうことのない範囲で、単官能（メタ）ア
クリレートを含有させることができる。
【００１７】
本発明で用いられる平均粒子径が１～１００ｎｍであるシリカ微粒子（ｂ）とは、ケイ素
を含有する金属酸化物でかつ平均粒径が１～１００ｎｍの範囲のものであれば、特に制限
されるものではない。シリカ微粒子としては、乾燥された粉末状のシリカ微粒子、有機溶
媒に分散されたコロイダルシリカ（シリカゾル）を使用することができる。分散性の点で
、有機溶媒に分散されたコロイダルシリカ（シリカゾル）を用いることが好ましい。有機
溶媒に分散されたコロイダルシリカ（シリカゾル）を用いる場合の有機溶媒としては、複
合体組成物中に使用する有機成分が溶解するものを用いることが好ましく、例えば、アル
コール類、ケトン類、エステル類、グリコールエーテル類が挙げられる。脱溶媒のしやす
さから、メタノール、エタノール、イソプロピルアルコール、ブチルアルコール、ｎ－プ
ロピルアルコール等のアルコール系、メチルエチルケトン、メチルイソブチルケトン等の
ケトン系の有機溶媒に分散されたコロイダルシリカ、シリカゾル、シリカ微粒子を用いる
ことが好ましく、さらに好ましくは、イソプロピルアルコールに分散されたコロイダルシ
リカである。特に、イソプロピルアルコールに分散されたコロイダルシリカを用い単場合
は、脱溶媒後の粘度が他の溶剤系に比べて低く、粘度が低い複合体組成物を安定して作製
するのに適している。これらの有機溶媒に分散されたコロイダルシリカ（シリカゾル）、
シリカ微粒子は、要求される特性を極端に損なうことのない範囲で、シランカップリング
剤、チタネート系カップリング剤等のカップリング剤で表面処理されたものであっても良
く、有機溶媒に分散させるために、界面活性剤等の分散剤を使用しているものであっても
良い。
【００１８】
シリカ微粒子の平均粒径は、１～１００ｎｍが好ましく、透明性と流動性とのバランスの
点で、さらに好ましくは１～５０ｎｍ、より好ましくは５～５０ｎｍ、最も好ましくは５
～４０ｎｍである。１ｎｍ未満であれば、作製した複合体組成物の粘度が極端に増大する
ため、シリカ微粒子の充填量が制限されるとともに分散性が悪化し、十分な透明性、線膨
張係数を得ることができない。また、１００ｎｍを越えると透明性が著しく悪化する恐れ
があるので好ましくない。
波長４００～５００ｎｍの光線透過率を低下させないために、１次粒径が２００ｎｍ以上
のシリカ微粒子が５％以下の割合で存在するシリカ微粒子を用いることが好ましく、その
割合が０％であることがより好ましい。
シリカ微粒子の充填量を上げるために、平均粒径が異なるシリカ微粒子を混合して用いて
も良い。
また、シリカ微粒子として、特開平７－４８１１７に示されるような多孔質シリカゾルや
、アルミニウム、マグネシウム、亜鉛等とケイ素の複合金属酸化物を用いても良い。
複合体組成物中のシリカ微粒子の含有量は３０～９０重量％が好ましく、線膨張係数と軽
量化のバランスの点で、さらに好ましくは、４０～８０重量％、より好ましくは、５０～
８０重量％、最も好ましくは、５０～７０重量％である。この範囲であれば、流動性、分
散性が良好であるため、製造が容易であり、十分な強度、低い線膨張係数を持つシートを
製造することができる。
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本発明で用いられる式（３）に示されるシラン化合物（ｃ）は、複合体組成物の粘度を低
減させ、シリカ微粒子の分散安定性を向上するために用いられるものである。
【００１９】
【化１３】
　
　
　
　
　
　
　
【００２０】
例えば、γ－アクリロキシプロピルジメチルメトキシシラン、γ－アクリロキシプロピル
メチルジメトキシシラン、γ－アクリロキシプロピルジエチルメトキシシラン、γ－アク
リロキシプロピルエチルジメトキシシラン、γ－アクリロキシプロピルトリメトキシシラ
ン、γ－アクリロキシプロピルジメチルエトキシシラン、γ－アクリロキシプロピルメチ
ルジエトキシシラン、γ－アクリロキシプロピルジエチルエトキシシラン、γ－アクリロ
キシプロピルエチルジエトキシシラン、γ－アクリロキシプロピルトリエトキシシラン、
γ－メタクリロキシプロピルジメチルメトキシシラン、γ－メタクリロキシプロピルメチ
ルジメトキシシラン、γ－メタクリロキシプロピルジエチルメトキシシラン、γ－メタク
リロキシプロピルエチルジメトキシシラン、γ－メタクリロキシプロピルトリメトキシシ
ラン、γ－メタクリロキシプロピルジメチルエトキシシラン、γ－メタクリロキシプロピ
ルメチルジエトキシシラン、γ－メタクリロキシプロピルジエチルエトキシシラン、γ－
メタクリロキシプロピルエチルジエトキシシラン、γ－メタクリロキシプロピルトリエト
キシシラン等が挙げられる。複合体組成物の流動性の低減、熱安定性の点で、γ－アクリ
ロキシプロピルジメチルメトキシシラン、γ－アクリロキシプロピルメチルジメトキシシ
ラン、γ－メタクリロキシプロピルジメチルメトキシシラン、γ－メタクリロキシプロピ
ルメチルジメトキシシラン、γ－アクリロキシプロピルトリメトキシシラン、γ－メタク
リロキシプロピルトリメトキシシランが好ましく、さらに好ましくは、γ－アクリロキシ
プロピルジメチルメトキシシラン、γ－アクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン、
γ－メタクリロキシプロピルジメチルメトキシシラン、γ－メタクリロキシプロピルメチ
ルジメトキシシランを用いることが好ましい。また、これらは、併用して用いることがで
きる。
【００２１】
複合体組成物中の樹脂にアクリレートを多く含有する場合は、アクリル基を含有する式（
３）に示されるシラン化合物、メタクリレートを多く含有する場合は、メタクリル基を含
有する式（３）に示されるシラン化合物を用いることが好ましい。
２つ以上の官能基を有する（メタ）アクリレート（ａ）と式（３）に示されるシラン化合
物（ｃ）の配合比は、２つ以上の官能基を有する（メタ）アクリレート（ａ）１００重量
部に対し、式（３）に示されるシラン化合物（ｃ）が０～１００重量部であることが好ま
しく、複合体組成物の粘度、複合体組成物中のシリカ微粒子分散安定性、その他、液晶表
示素子用基板に要求される耐溶剤性、耐液晶性、耐熱性の点で、さらに好ましくは、１０
～５０重量部であり、最も好ましくは、１０～３０重量部である。
本発明で用いられる脂環式構造を有するシラン化合物（ｄ）は、複合体組成物の粘度を低
減させ、シリカ微粒子の分散安定性を向上すると同時に、液晶表示素子用基板に要求され
る吸水率を低くするために用いられるもので、脂環式構造を有するものであれば特に制限
されるものではないが、中でも式（４）に示されるシラン化合物（ｄ）が好ましい。
【００２２】
【化１４】
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【００２３】
また、３級アミン化合物（ｅ）の配合比は、式（３）に示されるシラン化合物（ｃ）を併
用しない場合、２つ以上の官能基を有する（メタ）アクリレート（ａ）１００重量部に対
し、３級アミン化合物（ｅ）が０．００１～１重量部が好ましく、着色性、反応性、コス
トの点で、さらに好ましくは、０．０１～０．５重量部であり、最も好ましくは０．０５
～０．２重量部である。式（３）に示されるシラン化合物（ｃ）を併用する場合は、２つ
以上の官能基を有する（メタ）アクリレート（ａ）と式（３）に示されるシラン化合物（
ｃ）の合計量１００重量部に対し、３級アミン化合物（ｅ）が０．００１～１重量部が好
ましく、着色性、反応性、コストの点で、さらに好ましくは、０．０１～０．５重量部で
あり、最も好ましくは０．０５～０．２重量部である。
【００２４】
本発明で作製される複合体組成物中には、複合体組成物作製時に重合反応が進行し、粘度
が上昇することを防ぐ目的で、重合禁止剤を含有させても良い。
本発明で作製される複合体組成物中には、吸水率を低減させる目的で、トリメチルメトキ
シシラン、ヘキサメチルジシラザン、トリメチルクロロシラン、オクタメチルシクロテト
ラシロキサン等の疎水化処理剤を含有させても良い。
本発明の複合体組成物中には、必要に応じて、透明性、耐溶剤性、耐液晶性、耐熱性等の
特性を損なわない範囲で、熱可塑性又は熱硬化性のオリゴマーやポリマーを併用すること
ができる。この場合、吸水性を低減させたり、さらに線膨張係数を低減させる等の目的も
兼ねて、脂環式構造やカルド骨格を有するオリゴマーやポリマーを使用することが好まし
い。
また、本発明の複合体組成物中には、必要に応じて、透明性、耐溶剤性、耐液晶性、耐熱
性等の特性を損なわない範囲で、少量の酸化防止剤、紫外線吸収剤、染顔料、他の無機フ
ィラー等の充填剤等を含んでいても良い。
【００２５】
複合体組成物を製造する方法としては、例えば、有機溶媒に分散されたコロイダルシリカ
（シリカゾル）とその他の配合物を混合し、必要に応じて、撹拌しながら減圧することに
より有機溶媒を除去する方法、有機溶媒に分散されたコロイダルシリカ（シリカゾル）と
その他の配合物を混合し、必要に応じて、脱溶媒した後、キャストし、さらに脱溶媒させ
る方法、分散能力の高い混合装置を用いて乾燥した粉末状のシリカ微粒子を分散させる方
法などが挙げられる。分散能力が高い装置としては、例えば、特殊機化工業（株）製のフ
ィルミックスや種々のビーズミル等が挙げられる。分散能力が高い装置を使用するときは
、混合又は混練中に、反応が急速に進まないように、温度が上昇しすぎないよう注意する
必要がある。複合体組成物を作製するときの、複合体組成物の温度は、３０～１００℃に
保つことが好ましく、脱溶媒スピードとのバランスで、さらに好ましくは４０～７０℃、
最も好ましくは、４０～６０℃である。温度を上げすぎると、流動性が極端に低下したり
、ゲル状になってしまい、シート化できなくなる。また、分散能力が高い装置を使用する
場合は、装置の摩耗等による不純物の混入に注意する必要がある。有機溶媒に分散したコ
ロイダルシリカを用いる場合、この有機溶媒を複合体組成物中に残存させても良い。有機
溶媒を含有させる場合、熱処理等の後処理工程を設け、最終的にシートから有機溶媒を脱
離させればよい。有機溶媒の複合体組成物中における含有量は、架橋工程や熱処理等によ
って揮発成分を除去する工程で、発泡する、シートにうねりが発生する、着色するなどの
問題を回避するためには、複合体組成物の０～１０重量％が好ましく、さらに好ましくは
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、０～５重量％であり、最も好ましくは、０～３重量％である。
【００２６】
本発明の複合体組成物は、架橋することにより、透明板、光学レンズ、光ディスク基板、
液晶表示素子用プラスチック基板、カラーフィルター用基板、有機ＥＬ表示素子用プラス
チック基板、太陽電池基板、タッチパネル、光学素子、光導波路、ＬＥＤ封止材等の部材
に用いることができる。
成形硬化物の成形方法は、目的に応じて種々の方法が適用できる。例えば、透明板、液晶
表示素子用プラスチック基板、カラーフィルター用基板、有機ＥＬ表示素子用プラスチッ
ク基板、太陽電池基板、タッチパネル等のガラス基板に代えて使用するためには、本発明
の複合体組成物をシート状にして架橋することが好ましい。
本発明の複合体組成物を、シート化する方法としては、複合体組成物をキャストし、必要
に応じ乾燥させる方法、表面平滑性を持つガラス板、プラスチック板、金属板等の間に所
望のシート厚さが得られるようにスペーサーを挟み、複合体組成物を挟み込む方法等があ
る。後者を用いて、活性エネルギー線等で硬化させる場合は、少なくとも１方は、透明な
ガラス板、プラスチック板を使用する必要がある。
【００２７】
本発明の複合体組成物を架橋させる方法としては、活性エネルギー線により硬化させる方
法、熱をかけて熱重合させる方法等があり、これらを併用することもできる。本発明にお
いては、反応の完結、複合体組成物中に揮発分が残っている場合の揮発分の除去をする、
リターデーション値を低くする、線膨張係数を低減する等の目的で、活性エネルギー線に
よる硬化及び／又は熱をかけて熱重合させる工程の後に、さらに高温での熱処理を併用す
ることが好ましい。使用する活性エネルギー線としては、紫外線が好ましい。紫外線を発
生させるランプとしては、例えば、メタルハライドタイプ、高圧水銀灯ランプ等が挙げら
れる。
【００２８】
複合体組成物を紫外線等の活性エネルギー線により硬化させる場合は、複合体組成物中に
ラジカルを発生する光重合開始剤を含有させることが好ましい。その際に用いる光重合開
始剤としては、例えばベンゾフェノン、ベンゾインメチルエーテル、ベンゾインプロピル
エーテル、ジエトキシアセトフェノン、１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－フェニルケト
ン、２，６－ジメチルベンゾイルジフェニルホスフィンオキシド、２，４，６－トリメチ
ルベンゾイルジフェニルホスフィンオキシドが挙げられる。これらの光重合開始剤は２種
以上を併用しても良い。
【００２９】
光重合開始剤の複合体組成物中における含有量は、適度に硬化させる量であればよく、複
合体組成物中の（メタ）アクリル基を含有する有機成分１００重量部に対し、０．０１～
２重量部が好ましく、さらに好ましくは、０．０２～１重量部であり、最も好ましくは、
０．１～０．５重量部である。光重合開始剤の添加量が多すぎると、重合が急激に進行し
、複屈折の増大、着色、硬化時の割れ等の問題が発生する。また、少なすぎると組成物を
十分に硬化させることができず、架橋後に型に付着して取れない等の問題が発生する。
【００３０】
複合体組成物を紫外線等の熱をかけて熱重合させる場合は、必要に応じて、複合体組成物
中に熱重合開始剤を含有させることができる。その際に用いる熱重合開始剤としては、ベ
ンゾイルパーオキシド、ジイソプロピルパーオキシカーボネート、ｔ－ブチルパーオキシ
（２－エチルヘキサノエート）等が挙げられ、使用量は、複合体組成物中の（メタ）アク
リル基を含有する有機成分１００重量部に対し、１重量部以下が好ましい。
【００３１】
活性エネルギー線による硬化及び／又は熱重合による架橋後に高温で熱処理する場合は、
その熱処理工程の中に、線膨張係数を低減する等の目的で、窒素雰囲気下又は真空状態で
、２５０℃～３００℃、１～２４時間の熱処理工程を含ませることが好ましい。
【００３２】
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本発明の成形硬化物を、透明板、光学レンズ、液晶表示素子用プラスチック基板、カラー
フィルター用基板、有機ＥＬ表示素子用プラスチック基板、太陽電池基板、タッチパネル
、光学素子、光導波路、ＬＥＤ封止材等として用いる場合は、３０～２３０℃の平均線膨
張係数が６０ｐｐｍ以下であることが好ましく、より好ましくは５０ｐｐｍ以下、最も好
ましくは４０ｐｐｍ以下である。例えば、この成形硬化物をアクティブマトリックス表示
素子基板に用いた場合、この上限値を越えると、その製造工程において反りやアルミ配線
の断線などの問題が生じる恐れがある。
【００３３】
本発明の成形硬化物を、透明板、光学レンズ、液晶表示素子用プラスチック基板、カラー
フィルター用基板、有機ＥＬ表示素子用プラスチック基板、太陽電池基板、タッチパネル
、光学素子、光導波路、ＬＥＤ封止材等として用いる場合は、周波数１Ｈｚで測定したと
きの３０℃の貯蔵弾性率が５×１０ 9Ｐａ以上であることが好ましく、さらに好ましくは
、７×１０ 9Ｐａ以上であり、最も好ましくは、９×１０ 9Ｐａ以上である。周波数１Ｈｚ
で測定したときの３０℃の貯蔵弾性率が５×１０ 9Ｐａを下回ると、例えば、この成形硬
化物をアクティブマトリックス表示素子基板に用いた場合、その製造工程において反りや
たわみなどの問題が生じる恐れがある。
【００３４】
本発明の成形硬化物を、透明板、光学レンズ、液晶表示素子用プラスチック基板、カラー
フィルター用基板、有機ＥＬ表示素子用プラスチック基板、太陽電池基板、タッチパネル
、光学素子、光導波路、ＬＥＤ封止材等として用いる場合は、周波数１Ｈｚで測定したと
きの２５０℃の貯蔵弾性率が１．５×１０ 9Ｐａ以上であり、１Ｈｚで測定したときの損
失正接ｔａｎδの変化量が０．０３以下であることが好ましく、さらに好ましくは、周波
数１Ｈｚで測定したときの２５０℃の貯蔵弾性率が２．０×１０ 9以上であり、１Ｈｚで
測定したときの損失正接ｔａｎδの変化量が０．０２以下である。例えば、この成形硬化
物をアクティブマトリックス表示素子基板に用いた場合、周波数１Ｈｚで測定したときの
２５０℃の貯蔵弾性率が１．５を下回ると、製造過程でシートが自重によりたわみ易く平
坦性に劣ることがあり、損失正接ｔａｎδの変化量が０．０３を越えると、シリカ微粒子
の分散性が悪い等の理由から、透明性、線膨張係数が悪化する傾向がある。ここで、３０
～２５０℃の損失正接ｔａｎδの変化量とは、それぞれ、３０～２５０℃における損失正
接ｔａｎδの最大値と最小値の差の絶対値のことをいう。
【００３５】
本発明の成形硬化物を、透明板、光学レンズ、光ディスク基板、液晶表示素子用プラスチ
ック基板、カラーフィルター用基板、有機ＥＬ表示素子用プラスチック基板、太陽電池基
板、タッチパネル、光学素子、光導波路、ＬＥＤ封止材等として用いる場合は、波長５０
０ｎｍの光線透過率が８５％以上であることが好ましく、さらに好ましくは、９０％以上
である。波長５００ｎｍの光線透過率が８５％以下の場合は、光を利用する効率が低下す
るので、光効率が重要な用途には好ましくない。
【００３６】
本発明の成形硬化物を、透明板、光学レンズ、光ディスク基板、液晶表示素子用プラスチ
ック基板、カラーフィルター用基板、有機ＥＬ表示素子用プラスチック基板等に用いる場
合は、視野角５０°以内でのリターデーション値が２０ｎｍ以下であることが好ましく、
さらに好ましくは、１０ｎｍ以下であり、最も好ましくは、５ｎｍ以下である。リターデ
ーション値が２０ｎｍ以下であれば、表示素子基板等に組み込んで、文字又は色等を表示
させた場合、特に問題がなく、良好な表示性能が得られる。
【００３７】
本発明の成形硬化物を、液晶表示素子用プラスチック基板、カラーフィルター用基板、有
機ＥＬ表示素子用プラスチック基板、太陽電池基板、タッチパネル等として用いる場合は
、基板の厚さが５０～２０００μｍであることが好ましい。基板の厚さがこの範囲内にあ
れば、平坦性に優れ、ガラス基板と比較して、基板の軽量化を図ることができる。
【００３８】
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【実施例】
以下、本発明の内容を実施例により詳細に説明するが、本発明は、その要旨を越えない限
り以下の例に限定されるものではない。
まず、表１に示す実施例及び比較例で得られた光学シートの作製手順について説明する。
【００３９】
１．　複合体組成物の作製
（実施例１）
ジシクロペンタジエニルジアクリレート（東亞合成 (株 )製）１２０ 、イソプロピルアル
コール分散型コロイダルシリカ［シリカ含量３０重量％、平均粒子径１０～２０ｎｍ、商
品名スノーテックＩＰＡ－ＳＴ；日産化学 (株 )製］４００ を混合し、４５℃で撹拌しな
がら減圧下揮発分を除去した。揮発分を約２００ｇ除去できたところで、光重合開始剤と
して１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－フェニル－ケトン（チバスペシャリティケミカル
製のイルガキュア１８４）を０．６ｇ添加し、溶解させ、さらに、３級アミン化合物とし
て、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチルアクリレートを０．１ｇ添加し、溶解させた後、さら
に減圧下揮発分を約２６８ｇ除去し、複合体組成物を得た。
【００４０】
　　（実施例２）
ジシクロペンタジエニルジアクリレート（東亞合成 (株 )製）１００ 、γ－アクリロキシ
プロピルメチルジメトキシシラン２０ 、イソプロピルアルコール分散型コロイダルシリ
カ［シリカ含量３０重量％、平均粒子径１０～２０ｎｍ、商品名スノーテックＩＰＡ－Ｓ
Ｔ；日産化学 (株 )製］４００ を混合し、４５℃で撹拌しながら減圧下揮発分を除去した
。揮発分を約２００ｇ除去できたところで、光重合開始剤として１－ヒドロキシ－シクロ
ヘキシル－フェニル－ケトン（チバスペシャリティケミカル製のイルガキュア１８４）を
０．６ｇ添加し、溶解させ、さらに、３級アミン化合物として、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノ
エチルアクリレートを０．１ｇ添加し、溶解させた後、さらに減圧下揮発分を約２７４ｇ
除去し、複合体組成物を得た。
【００４１】
（実施例３）
ジシクロペンタジエニルジアクリレート（東亞合成 (株 )製）１００ 、シクロヘキシルジ
エチルメトキシシラン２０ 、イソプロピルアルコール分散型コロイダルシリカ［シリカ
含量３０重量％、平均粒子径１０～２０ｎｍ、商品名スノーテックＩＰＡ－ＳＴ；日産化
学 (株 )製］４００ を混合し、４５℃で撹拌しながら減圧下揮発分を除去した。揮発分を
約２００ｇ除去できたところで、光重合開始剤として１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－
フェニル－ケトン（チバスペシャリティケミカル製のイルガキュア１８４）を０．６ｇ添
加し、溶解させ、さらに、３級アミン化合物として、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチルアク
リレートを０．１ｇ添加し、溶解させた後、さらに減圧下揮発分を約２７４ｇ除去し、複
合体組成物を得た。
【００４２】
（実施例４）
ジシクロペンタジエニルジアクリレート（東亞合成 (株 )製）７５ 、γ－アクリロキシプ
ロピルメチルジメトキシシラン１５ 、イソプロピルアルコール分散型コロイダルシリカ
［シリカ含量３０重量％、平均粒子径１０～２０ｎｍ、商品名スノーテックＩＰＡ－ＳＴ
；日産化学 (株 )製］４００ を混合し、４５℃で撹拌しながら減圧下揮発分を除去した。
揮発分を約２００ｇ除去できたところで、光重合開始剤として１－ヒドロキシ－シクロヘ
キシル－フェニル－ケトン（チバスペシャリティケミカル製のイルガキュア１８４）を０
．６ｇ添加し、溶解させ、さらに、３級アミン化合物として、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエ
チルアクリレートを０．１ｇ添加し、溶解させた後、さらに減圧下揮発分を約２７０ｇ除
去し、複合体組成物を得た。
【００４３】
（実施例５）
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ジシクロペンタジエニルジアクリレート（東亞合成 (株 )製）７５ 、γ－アクリロキシプ
ロピルジメチルメトキシシラン１５ 、イソプロピルアルコール分散型コロイダルシリカ
［シリカ含量３０重量％、平均粒子径１０～２０ｎｍ、商品名スノーテックＩＰＡ－ＳＴ
；日産化学 (株 )製］４００ を混合し、４５℃で撹拌しながら減圧下揮発分を除去した。
揮発分を約２００ｇ除去できたところで、光重合開始剤として１－ヒドロキシ－シクロヘ
キシル－フェニル－ケトン（チバスペシャリティケミカル製のイルガキュア１８４）を０
．６ｇ添加し、溶解させ、さらに、３級アミン化合物として、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエ
チルアクリレートを０．１ｇ添加し、溶解させた後、さらに減圧下揮発分を約２７５ｇ除
去し、複合体組成物を得た。
【００４４】
（実施例６）
ジシクロペンタジエニルジアクリレート（東亞合成 (株 )製）７５ 、γ－アクリロキシプ
ロピルジメチルメトキシシラン９ 、シクロヘキシルジエチルメトキシシラン６ 、イソ
プロピルアルコール分散型コロイダルシリカ［シリカ含量３０重量％、平均粒子径１０～
２０ｎｍ、商品名スノーテックＩＰＡ－ＳＴ；日産化学 (株 )製］４００ を混合し、４５
℃で撹拌しながら減圧下揮発分を除去した。揮発分を約２００ｇ除去できたところで、光
重合開始剤として１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－フェニル－ケトン（チバスペシャリ
ティケミカル製のイルガキュア１８４）を０．６ｇ添加し、溶解させ、さらに、３級アミ
ン化合物として、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチルアクリレートを０．１ｇ添加し、溶解さ
せた後、さらに減圧下揮発分を約２７０ｇ除去し、複合体組成物を得た。
【００４５】
（実施例７）
一般式（２）において、Ｘが－ＣＨ 2ＯＣＯＣＨ＝ＣＨ 2、Ｒ 3、Ｒ 4が水素で、ｐが１であ
る構造を持つパーヒドロ－１，４，５，８－ジメタノナフタレン－２，３，７－（オキシ
メチル）トリアクリレート（特開平５－７０５２３号を参考に合成）１２０ 、イソプロ
ピルアルコール分散型コロイダルシリカ［シリカ含量３０重量％、平均粒子径１０～２０
ｎｍ、商品名スノーテックＩＰＡ－ＳＴ；日産化学 (株 )製］４００ を混合し、４５℃で
撹拌しながら減圧下揮発分を除去した。揮発分を約２００ｇ除去できたところで、光重合
開始剤として１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－フェニル－ケトン（チバスペシャリティ
ケミカル製のイルガキュア１８４）を０．６ｇ添加し、溶解させ、さらに、３級アミン化
合物として、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチルアクリレートを０．１ｇ添加し、溶解させた
後、さらに減圧下揮発分を約２７０ｇ除去し、複合体組成物を得た。
【００４６】
（実施例８）
一般式（２）において、Ｘが－ＣＨ 2ＯＣＯＣＨ＝ＣＨ 2、Ｒ 3、Ｒ 4が水素で、ｐが１であ
る構造を持つパーヒドロ－１，４，５，８－ジメタノナフタレン－２，３，７－（オキシ
メチル）トリアクリレート（特開平５－７０５２３号を参考に合成）１００ 、γ－アク
リロキシプロピルメチルジメトキシシラン２０ 、イソプロピルアルコール分散型コロイ
ダルシリカ［シリカ含量３０重量％、平均粒子径１０～２０ｎｍ、商品名スノーテックＩ
ＰＡ－ＳＴ；日産化学 (株 )製］４００ を混合し、４５℃で撹拌しながら減圧下揮発分を
除去した。揮発分を約２００ｇ除去できたところで、光重合開始剤として１－ヒドロキシ
－シクロヘキシル－フェニル－ケトン（チバスペシャリティケミカル製のイルガキュア１
８４）を０．６ｇ添加し、溶解させ、さらに、３級アミン化合物として、Ｎ，Ｎ－ジメチ
ルアミノエチルアクリレートを０．１ｇ添加し、溶解させた後、さらに減圧下揮発分を約
２７６ｇ除去し、複合体組成物を得た。
【００４７】
（実施例９）
一般式（２）において、Ｘが－ＣＨ 2ＯＣＯＣＨ＝ＣＨ 2、Ｒ 3、Ｒ 4が水素で、ｐが１であ
る構造を持つパーヒドロ－１，４，５，８－ジメタノナフタレン－２，３，７－（オキシ
メチル）トリアクリレート（特開平５－７０５２３号を参考に合成）７５ 、γ－アクリ
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ロキシプロピルメチルジメトキシシラン１５ 、イソプロピルアルコール分散型コロイダ
ルシリカ［シリカ含量３０重量％、平均粒子径１０～２０ｎｍ、商品名スノーテックＩＰ
Ａ－ＳＴ；日産化学 (株 )製］４００ を混合し、４５℃で撹拌しながら減圧下揮発分を除
去した。揮発分を約２００ｇ除去できたところで、光重合開始剤として１－ヒドロキシ－
シクロヘキシル－フェニル－ケトン（チバスペシャリティケミカル製のイルガキュア１８
４）を０．６ｇ添加し、溶解させ、さらに、３級アミン化合物として、Ｎ，Ｎ－ジメチル
アミノエチルアクリレートを０．１ｇ添加し、溶解させた後、さらに減圧下揮発分を約２
７２ｇ除去し、複合体組成物を得た。
【００４８】
（実施例１０）
ジシクロペンタジエニルジアクリレート（東亞合成 (株 )製）８０ 、一般式（２）におい
て、Ｘが－ＣＨ 2ＯＣＯＣＨ＝ＣＨ 2、Ｒ 3、Ｒ 4が水素で、ｐが１である構造を持つパーヒ
ドロ－１，４，５，８－ジメタノナフタレン－２，３，７－（オキシメチル）トリアクリ
レート２０ 、γ－アクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン２０ 、イソプロピル
アルコール分散型コロイダルシリカ［シリカ含量３０重量％、平均粒子径１０～２０ｎｍ
、商品名スノーテックＩＰＡ－ＳＴ；日産化学 (株 )製］４００ を混合し、４５℃で撹拌
しながら減圧下揮発分を除去した。揮発分を約２００ｇ除去できたところで、光重合開始
剤として１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－フェニル－ケトン（チバスペシャリティケミ
カル製のイルガキュア１８４）を０．６ｇ添加し、溶解させ、さらに、３級アミン化合物
として、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチルアクリレートを０．１ｇ添加し、溶解させた後、
さらに減圧下揮発分を約２７４ｇ除去し、複合体組成物を得た。
【００４９】
（実施例１１）
一般式（２）において、Ｘ、Ｒ 3、Ｒ 4がすべて水素で、ｐが０である構造を持つノルボル
ナンジメチロールジアクリレート［試作品番　ＴＯ－２１１１；東亞合成 (株 )製］７５
、γ－アクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン１５ 、イソプロピルアルコール分
散型コロイダルシリカ［シリカ含量３０重量％、平均粒子径１０～２０ｎｍ、商品名スノ
ーテックＩＰＡ－ＳＴ；日産化学 (株 )製］４００ を混合し、４５℃で撹拌しながら減圧
下揮発分を除去した。揮発分を約２００ｇ除去できたところで、光重合開始剤として１－
ヒドロキシ－シクロヘキシル－フェニル－ケトン（チバスペシャリティケミカル製のイル
ガキュア１８４）を０．４５ｇ添加し、溶解させ、さらに、３級アミン化合物として、Ｎ
，Ｎ－ジメチルアミノエチルアクリレートを０．１ｇ添加し、溶解させた後、さらに減圧
下揮発分を約２７２ｇ除去し、複合体組成物を得た。
【００５０】
（実施例１２）
一般式（２）において、Ｘ、Ｒ 3、Ｒ 4がすべて水素で、ｐが０である構造を持つノルボル
ナンジメチロールジアクリレート［試作品番　ＴＯ－２１１１；東亞合成 (株 )製］５０
、γ－アクリロキシプロピルメチルジメトキシシラン１０ 、イソプロピルアルコール分
散型コロイダルシリカ［シリカ含量３０重量％、平均粒子径２０～３０ｎｍ、試作品番　
スノーテックＩＰＡ－ＳＴ－Ｍ２；日産化学 (株 )製］４００ を混合し、４５℃で撹拌し
ながら減圧下揮発分を除去した。揮発分を約２００ｇ除去できたところで、光重合開始剤
として１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－フェニル－ケトン（チバスペシャリティケミカ
ル製のイルガキュア１８４）を０．３ｇ添加し、溶解させ、さらに、３級アミン化合物と
して、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチルアクリレートを０．１ｇ添加し、溶解させた後、さ
らに減圧下揮発分を約２７４ｇ除去し、複合体組成物を得た。
【００５１】
（比較例１）
ジシクロペンタジエニルジアクリレート（東亞合成 (株 )製）１００ 、γ－アクリロキシ
プロピルメチルジメトキシシラン２０ 、イソプロピルアルコール分散型コロイダルシリ
カ［シリカ含量３０重量％、平均粒子径１１０～１５０ｎｍ］４００ を混合し、４５℃
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で撹拌しながら減圧下揮発分を除去した。揮発分を約２００ｇ除去できたところで、光重
合開始剤として１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－フェニル－ケトン（チバスペシャリテ
ィケミカル製のイルガキュア１８４）を０．６ｇ添加し、溶解させ、さらに、３級アミン
化合物として、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチルアクリレートを０．１ｇ添加し、溶解させ
た後、さらに減圧下揮発分を約２７６ｇ除去し、複合体組成物を得た。
【００５２】
（比較例２）
ジシクロペンタジエニルジメタクリレート１００ に、光重合開始剤として１－ヒドロキ
シ－シクロヘキシル－フェニル－ケトン（チバスペシャリティケミカル製のイルガキュア
１８４）を０．６ｇ添加し、溶解させた混合物を複合体組成物の代わりに用いた。
【００５３】
（比較例３）
一般式（２）において、Ｘが－ＣＨ 2ＯＣＯＣＨ＝ＣＨ 2、Ｒ 3、Ｒ 4が水素で、ｐが１であ
る構造を持つパーヒドロ－１，４，５，８－ジメタノナフタレン－２，３，７－（オキシ
メチル）トリアクリレート（特開平５－７０５２３号を参考に合成）１００ 、γ－アク
リロキシプロピルメチルジメトキシシラン２０ 、イソプロピルアルコール分散型コロイ
ダルシリカ［シリカ含量３０重量％、平均粒子径１１０～１５０ｎｍ］４００ を混合し
、４５℃で撹拌しながら減圧下揮発分を除去した。揮発分を約２００ｇ除去できたところ
で、光重合開始剤として１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－フェニル－ケトン（チバスペ
シャリティケミカル製のイルガキュア１８４）を０．６ｇ添加し、溶解させ、さらに、３
級アミン化合物として、Ｎ，Ｎ－ジメチルアミノエチルアクリレートを０．１ｇ添加し、
溶解させた後、さらに減圧下揮発分を約２７６ｇ除去し、複合体組成物を得た。
【００５４】
（比較例４）
一般式（２）において、Ｘが－ＣＨ 2ＯＣＯＣＨ＝ＣＨ 2、Ｒ 3、Ｒ 4が水素で、ｐが１であ
る構造を持つパーヒドロ－１，４，５，８－ジメタノナフタレン－２，３，７－（オキシ
メチル）トリアクリレート（特開平５－７０５２３号を参考に合成）１００ に、光重合
開始剤として１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－フェニル－ケトン（チバスペシャリティ
ケミカル製のイルガキュア１８４）を０．６ｇ添加し、溶解させた混合物を複合体組成物
の代わりに用いた。
【００５５】
（比較例５）
一般式（２）において、  Ｘ、Ｒ 3、Ｒ 4がすべて水素で、ｐが０である構造を持つノルボ
ルナンジメチロールジアクリレート［試作品番　ＴＯ－２１１１；東亞合成 (株 )］１００

に、光重合開始剤として１－ヒドロキシ－シクロヘキシル－フェニル－ケトン（チバス
ペシャリティケミカル製のイルガキュア１８４）を０．６ｇ添加し、溶解させた混合物を
複合体組成物の代わりに用いた。
【００５６】
▲２▼シート化
▲１▼で得られた複合体組成物をそれぞれ所定の温度（６０～８０℃）のオーブンで加熱
し、ガラス板上に作成した厚み０．４ｍｍの枠内に注入し、上部よりガラス板をのせ枠内
に複合体組成物を充填した。
▲３▼架橋
▲２▼で得られた、ガラス板に挟んだ複合体組成物に、両面から約５００ｍＪ／ｃｍ 2の
ＵＶ光を照射して硬化させ、ガラスからシートを剥離した。
▲４▼熱処理
▲３▼で得られたシートを、それぞれ、真空オーブン中で、約１００℃＊３時間加熱後、
さらに約２７５℃＊３時間加熱し、光学シートを得た。
【００５７】
以上のようにして作製した光学シートについて、下記に示す評価方法により、各種特性を
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測定した。
ａ）平均線膨張係数
セイコー電子（株）製ＴＭＡ／ＳＳ１２０Ｃ型熱応力歪測定装置を用いて、窒素の存在下
、１分間に５℃の割合で温度を３０℃から４００℃まで上昇させて２０分間保持し、３０
℃～２３０℃の時の値を測定して求めた。荷重を５ｇにし、引張モードで測定を行った。
測定は、独自に設計した石英引張チャック（材質：石英，線膨張係数０．５ ppm）を用い
た。一般に使われているインコネル製のチャックは、それ自体の線膨張が高いことやサン
プルの支持形態に不具合があり、１００μｍを超える厚いシートに適用すると線膨張係数
が圧縮モードで測定した結果よりも大きめに出たり、測定ばらつきが大きくなる問題があ
った。したがって、石英引張チャックを独自に設計し、それを用いて線膨張係数を測定す
ることにした。この引張チャックを用いることにより、圧縮モードで測定した場合とほぼ
同様の値で測定できることを確認している。
ｂ）耐溶剤性
６０℃のジメチルスルホキシド（ＤＭＳＯ）溶液に試料を浸漬して６０分間放置。試料を
取り出した後、目視にて外観を観察した。完全に変形、変色を伴わず、侵食されないもの
のみ○、他は×とした
ｃ）貯蔵弾性率、ｔａｎδ
粘弾性測定装置　 DMS-210（セイコーインスツルメンツ製）を用い、周波数１Ｈｚで測定
した。
３０℃、２５０℃での貯蔵弾性率を求め、また、３０℃～２５０℃における損失正接ｔａ
ｎδの最大値と最小値を求め、その差の絶対値を損失正接ｔａｎδの変化量として求めた
。
ｄ）５００ｎｍの光線透過率
分光光度計 U3200（日立製作所製）で測定した。
ｅ）リターデーション値
自動複屈折計 KOBURA-21H（王子計測製）で測定した。
ｆ）基板の厚さ
マイクロメータにより、フィルム中央部（リタデーション測定点）を測定し　た。
ｇ）反り及びうねり
目視による外観から判断した。
評価結果を表１、表２に示す。
【００５８】
【表１】
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【００５９】
【表２】
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
【００６０】
【発明の効果】
本発明の樹脂組成物は、低線膨張係数で透明性、耐熱性、耐溶剤性等に優れるため、例え
ば、透明板、光学レンズ、光ディスク基板、液晶表示素子用プラスチック基板、カラーフ
ィルター用基板、有機ＥＬ表示素子用プラスチック基板、太陽電池基板、タッチパネル、
光学素子、光導波路、ＬＥＤ封止材等に好適に利用できる。
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